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CREDITOS: 6 TEORICOS: 3 PRACTICOS: 3

Creditos ECTS: Horas de trabajo del alumno:

Horas presenciales:
- Horas tedricas (HT):
- Horas précticas (HP):
- Horas de clases tutorizadas (HCT):
- Horas de evaluacion:
- otras:

Horas no presenciales:
- trabajos tutorizados (HTT):
- actividad independiente (HAI):

Idioma en que seimparte: espafiol

Herramientas para el disefio de PCBs. Placement y routing. Equipos de fabricacién de prototipos y
produccion en serie. Analisis térmico.

Temal(2h.)
T1.1 Introduccion.
T1.2 Funcion.
T1.3 Resefia historica.
T1.4 Materialesy medios actuales.

Tema2(2h.)
T2.1 Entorno de disefio para circuitos el ectronicos.
T2.2 Tipos: CAE, CAD, CAM.
T2.3 Vision general del proceso y transferencia de lainformacion.

Tema3 (6 h.)
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T3.1 Editor de esqueméticos.

T3.2 Herramientas de conexion.

T3.3 Mangjo de librerias.

T3.4 Chequeo de la conectividad.

T3.5 Traspaso de lainformacién a otros editores.

Tema4 (6 h.)
T4.1 Editor de placas de circuito impreso (PCB).
T4.2 Entorno de disefio.
T4.3 Utilidad de las capas.
T4.4 Mangjo delibrerias.
T4.5 Reglas de disefio.
T4.6 Generacion de informes.
T4.7 Traspaso de informacidn a otros editores.

Tema5 (4 h.)
T5.1 Tecnologias de encapsulado de componentes el ectrénicos.
T5.2 Convencional, montaje superficial (SMD) y otros tipos (hibridas de capa gruesay fina).

Tema6 (4 h.)
T6.1 Procesos de fabricacion.
T6.2 Condicionantes para el disefio.
T6.3 Produccion de prototipos y produccion industrial .

Tema7 (2h.)
T7.1 Editor de ficheros CAM.
T7.2 Formatos RS 274-X, Excellon.
T7.3 Adaptacién de ficheros ala maquinaria de produccion.

Tema8 (4 h.)
T8.1 Procesos de soldadura.

T8.2 Materialesy normativas.
T8.3 Tipos de procesos segun €l tipo de placay segun el tipo de componentes.

Requisitos Previos

Los propios de las asignaturas de Tecnologia Electronical, Tecnologia Electronicall y Electronica
Digital.

Objetivos

Objetivos de la asignatura

Conceptuales: El estudiante serd capaz de:
(C1)=Conocer € Flujo de Disefio Electronico.
(C2)eldentificar las Reglas de Disefio.
(C3)eSeleccionar materiales y procesos para lafabricacion y soldadura de Circuitos |mpresos.
(C4)«Conocer e concepto de Fabricabilidad (DFM).

Procedimentales: El estudiante sera capaz de:

(P1)eUtilizar un entorno CAD parala captura de esquematicos.
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(P2)+Operar con el editor de Librerias de esquematicos.

(P3)eUtilizar un entorno CAD para el disefio de una placa de circuito impreso (PCB).
(P4)«Operar con el editor de Librerias de huellas o footprint.

(P5)eUtilizar un entorno CAM para la adaptacion de ficheros ala maguinaria de fabricacion.
(P6)sPlanificar el traspaso de informacion entre editores.

(P7)sAplicar las Reglas de Disefio.

(P8)~Efectuar lafabricacion de un prototipo de circuito impreso.

(P9)+Practicar |a soldadura de componentes convencionales y de montaje superficial.

Actitudinales: El estudiante sera capaz de:

(Al)«Enfocar €l trabajo seguin los condicionantes del disefio.

(A2)«Organizar y planificar lainformacion.

(A3)*Adquirir habitos de trabajo autbnomo.

(Ad)Desarrollar actitudes de cooperacion y responsabilidad en |a realizacion de tareas grupal es.

Metodologia

Utilizaremos los recursos de Campus Virtual (documentacion, foros, didlogos privados, enlaces a
documentos, enlaces a webs de empresas del sector de los circuitos impresos y el montaje de
dispositivos). Nos apoyaremos en algunos programas desarrollados a través de Proyectos Fin de
Carrera, especificos para circuitos impresos de una complejidad baja..

En la herramienta Campus Virtual se implementaran los gjercicios o practicas a desarrollar durante
el curso, asi como lainformacién y las guias necesarias.

Se asignaran trabajos de intensificacion de temas puntuales para la exposicion en clase, con lo que
se complementa lainformacion en aguell os temas que resulten de mayor interés.

Criterios de Evaluacién

Se tendra en cuenta la participacion en los foros, la presentacion de los trabajos de précticas y los
de intensificacion que se asignen. Durante el trascurso de la asignatura se haran test de
comprension que serviran de referencia para la evaluacion final.

Porcentaje de evaluacion:

Participacion en actividades (foros, didogos): 10%

Presentacion de trabajos de practicas: 10%

Intensificacion: 20%

Test de comprension: 20%

Realizacion de un Proyecto de PCB: 40% (Obligatoria)

Descripcion de las Préacticas

Laboratorio de Circuitos Impresos

Practical (1h.)
P1.1 Configuracion del entorno CAD para circuitos impresos el ectronicos.

Préactica2 (4 h.)

P2.1 Editor de esquemas el ectrénicos.

P2.2 Herramientas de conexionado.

P2.3 Esguemas simples o planos y esquemas en jerarquia.

Practica3 (3 h.)
P3.1 Manegjo de librerias del editor de esquematicos.
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Practica4 (1 h.)
P4.1 Ficheros NETLIST. Formatos, generacion y utilidades.

Practica5 (1 h.)
P5.1 Traspaso de informacién del editor de esqueméticos al editor de placas.

Practica6 (2 h.)
P6.1 Asignacion de huellas seguin el tipo de componente (convencional o de montaje superficial).

Practica7 (2 h.)
P7.1 Editor de placas de circuito impreso.
P7.2 Entorno y utilidades.

Practica8 (3 h.)
P8.1 Manegjo de librerias del editor de placas.

Practica9 (3 h.)
P9.1 Reglas de disefio seguin €l tipo de circuito electrénico.
P9.2 Implementacion en e editor de placas.

Practica10 (3 h.)
P10.1 Condiciones de fabricabilidad.
P10.2 Implementacién en €l editor de placas.

Practicall (1 h)
P11.1 Generacién de documentos para la automatizacién de la fabricacion.

Practical2 (4 h.)
P12.1 Procesos de fabricacion de prototipos €l ectronicos.
P12.2 Fotograbado.

Practica 13 (2 h.)
P13.1 Procesos de soldadura de componentes de montaje superficial.
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Resumen en Inglés

It describes with practical emphasis and by means of the specific use of CAD software, the process
followed for the design of aprinted circuit board from its conception (capture of schemes) until the
generation of the necessary documents for its manufacture, both at prototype and industrial level.
The course also explores the types of component's package and the materials and processes of

manufacturing and welding.
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